PERFIL DE ALUMNOS NUEVOS ACREDITACION Y CERTIFICACIONES VINCULACION INTERNACIONAL ESTUDIO EGRESADOS DuocUC

Egresados de Ensefnanza Media afo Anterior Intercambios

X Acreditacion Institucional del Instituto Profesional DuocUC por un
periodo de 6 afos, otorgada por la CNAP en agosto de 2004.

Satisfaccion con la Educacion Recibida
Escala de notas: 1 a7

(Porcentaje de respuestas entre 6 y 7)
X Acreditacion Institucional del Centro de Formacion Técnica DuocUC

por un periodo de 6 afios, otorgado por la CNAP en octubre de 2005.
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F|NANC|AM|ENTO . DOPolitecnico di Torino, ltalia Buena infraestructura

Porcentaje de Alumnos que estudian con ayuda OPolitecnico di Milano, ltalia Orientada al aprendizai
financiera (becas y crédito) OColorado Community College, Estados Unidos rientaca al aprendizaje
ONorthern Virginia Community College, Estados Unidos Institucion de prestigio

= OState University of New York at Binghamton, Estados Unidos

60.000 CONVENIOS TECNOLOGICOS OLeeds College of Building, Inglaterra Equipamiento tecnologico

OBritish Columbia Institute of Technology, Canada

OGeorge Brown College, Canada Orientada a la especializacion
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+ Microsoft Campus Agreement + Nokia OUniversidad La Salle, México Atta calidad docente || <

« Microsoft Academic Alliance « Help

OUniversidad Andhuac, México
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- Microsoft IT Academy - Saydex OUniversidad Autbnoma, México Ensefianza agil y dinamica _ 61,6 8
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SABR OAustralian Tesol Training Centre, Australia (Fuente: Adimark 2006)
OHolon Academic Institute of Technology, Israel
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